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ORAZ
ZAKRES PRAC SERWISOWYCH

Instrukcja konserwacji tablic informacyjnych i infokioskow

Zalecenia do utrzymania tablic ZTI x; PTO x; TTO x; TTI x, systemu SDIP
Zalecenia dla utzrymania urzadzen IT systemu SDIP

Zakres prac serwisowych



Instrukcja konserwacji tablic informacyijnych i infokioskéw

W przypadku zabrudzen zewnetrznych nalezy wykonaé nastepujace czynnoéci:

1. Bezwzglednie wytaczy¢ zasilanie czyszczonej tablicy;

2. Czyszczone panele nalezy spryskac pianka do czyszczenia paneli LCD, np. ,Multifoam”
firmy ,NOWYTECH POLSKA Sp. zo.0.”:

3. Panele przetrze¢ $ciereczka do czyszczenia ekrandw LCD (uzycie innych $cierek moze
spowodowac pozostanie nitek na panelach lub tez porysowanie powierzchni panelu);

4, W przypadku bardzo mocnych zabrudzen powtérzyé czyszczenie;

Wyzej wymienione czynnosgci nie wymagaja szkolenia oséb wykonujacych czyszczenie tablic.
W przypadku stwierdzenia zabrudzeri wewnetrznych tablic monochromatycznych typu:

ZTI x, PTO x; TTO x;. TTI x, Infokioski IK wystepujacych w zaleznosci od specyfiki dworca,
nalezy postepowac wediug

instrukcji:

1. W uzgodnionym z producentem terminie i w obecnosci jego pracownika, osoby przeszkolone w
tym zakresie, powinny wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) Bezwzglednie wylaczyé zasilanie czyszczanej tablicy;

b) Otworzy¢ wiersz tablicy, odtgczyé przewdd zasilania i sterowania podéwietleniem,
odkreci¢ ptytki pods$wietlenia, maskownice;

c) Czyszczone panele (maskownice) spryskaé pianka do czyszczenia paneli LCD lub
monitoréw TFT, np. ,Multifoam” firmy ,NOWYTECH POLSKA Sp. z 0.0."

d) Panele od strony wewnetrznej tablicy przetrzeé $ciereczkg do czyszczenia ekrandw
LCD/TFT (uzycie innych $cierek moze spowodowaé pozostanie nitek na panelach lub tez
porysowanie powierzchni panelu lub maskownicy);

e) Ptytke pods$wietlenia oczy$ci¢ za pomoca sprezonego powietrza:

f) Po oczyszczeniu zamontowad plytki podéwietlei w to samo miejsce oraz podigczyé
ckablowanie; ’

Nieprawidtowe zmontowanie lub podigczenie moze skutkowaé uszkodzeniem wiersza.




W przypadku stwierdzenia zabrudzer wewnetrznych tablic monochromatycznych typu:
TSRJ x; TIPO x ;infokioski IK wystepujacych w zaleznosci od specyfiki dworca, nalezy postepowaé

wedlug instrukcji:

Bezwzglednie wylgczy¢ zasilanie czyszczonej tablicy;

1.
2.

Otworzy¢ drzwi urzadzenia, odlaczyé przewadd zasilania

Czyszczone panele spryska¢ pianka do czyszczenia monitoréw LCD-TFT, np. ,Multifoam” firmy
LNOWYTECH POLSKA Sp. z 0.0."

Panele czy$ci¢ $ciereczka do ekranow LCD-TFT (uzycie innych $cierek moze spowodowad
pozostanie nitek na panelach lub tez porysowanie powierzchni panelu);

Pozostate elementy oczyici¢ za pomoca sprezonego powietrza;

Dla urzgdzeni wyposazonych w filtry powietrza zaleca sie comiesieczny przeglad oraz ich
czyszczenie wraz z kanatem powietrznym celem zachowania odpowiedniej wentylacji urzadzenia.
Nieprawidtowe zmontowanie lub podigczenie moze skutkowaé uszkodzeniem.

Czynnosci wykonane niezgodnie z ta instrukcjg powodujg utrate gwarancii.

UWAGAI
Do czyszczenia nie stosowac rozpuszczalnikéw ,Nitro”, acetonu i innych pochodnych zwiazkéw

chemicznych.
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Zalecenia dla utrzymania tablic ZTI x, PTO x: TTO x:

TT] x_systemu SDIP

Weryfikacja pomiaréw elektrycznych. Przewéd fazowy, przewdd zerowy, przew6d
ochronny

Weryfikacja uziemienia wszystkich elementéw obudowy

Sprawdzi¢ potgczenie elektryczne pomiedzy zabezpieczeniami
Sprawdzic¢ popfawnoéc’: dziatania wentylatorow

Sprawdzi¢ warto$é nastawy termostatu

Sprawdzi¢ czy termistor NTC jest wpiety pomigdzy ztaczki przelotowe

Sprawdzi¢ czy przewod ochronny pomigdzy ogranicznikiem przepieé, a szyna zbiorcza
posiada przekrdj 10[mm?]

8. Sprawdzi¢, czy ztaczki przelotowe WAGO posiadajg zaslepki
9. Sprawdzié, czy na zasilaczach wystepuje odpowiednie napigéie, wg dokumentaciji

technicznych

10. Sprawdzi¢ stan zasilaczy, konwertera ETH/RS poprzez kontrole $wiecenia diéd
11. Sprawdzi¢ wyswietlany ukdad informacii




Zalecenia dla utrzymania urzadzen IT systemu SDIP

Dla stanowisk operatorskich zaleca si¢ wykonanie zamknigcia systemowego1 terminala

przynajmniej raz w tygodniu w czasie dogodnym do wykonania tej operacji przez osoby obstugi

przeszkolone w tym zakresie

Dia stanowiska serwerowego systemu MEGA zaleca sie wykonanie zamknigcia systemowego
1 przynajmniej raz w miesigcu w czasie dogodnym do wykonanhia tej operaciji, w uzgodnionym z

producentem terminie przez osoby obsiugi przeszkolone w tym zakresie.

Dia stanowiska serwerowego systemu AIP zaleca si¢ wykonanie zamkniecia systemowego'

przynajmniej raz na kwartat w czasie dogodnym do wykonania tej operacji, w uzgodnionym z

producentem terminie przez osoby obstugi przeszkolone w tym zakresie.

Przed przystapieniem do restartowania serwera nalezy powiadomi¢ caly personel korzystajgcy
z programéw klienckich, celem ich wytaczenia na czas restartu. W szczegéinosci dotyczy to
aplikacji ,MEGA", ,ScheduleTracker”,” Schedule TrackerTerminal".
Po wykonaniu powyZszej czynnoéci nalezy zalogowa¢ sie na serwer i wykonaé restart poprzez
uruchomienie ponowne systemu operacyjnego. Po pewnym czasie nalezy upewnic sig, ze
serwer uruchomit si¢ prawidiowo poprzez np. zalogowanie sie na konto. Jesli wszystko odbyto
sig prawidtowo nalezy powiadomic personel, celem uruchomienia wczeéniej wylaczonych
aplikaciji klienckich.
Restarty nie powinny by¢ robione czesciej niz raz w tygodniu, chyba, ze bedzie tego wymagata
sytuacja.
Celem zapewnienia poprawnej pracy systemu producent zaleca wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie systemu informatycznego w zakresie:

1. Nadzoru i utrzymania prawidiowej pracy bazy SQL

2. Nadzoru i utrzymania jednostek uzytkownikéw, oraz serweréw pod wzgledem akiualnosci

systemow.




3. Nadzoru i utrzymania urzadzen pod wzgledem ich wydajnosci, oraz kontroli przed
niepozgdanym oprogramowaniem mogacym negatywnie wplynaé na poprawno$é
systemu.

4. Sprawdzenie dysku twardego pod katem biedow, wykorzystujac dostepne narzedzie
systemowe. Czynnoé¢ wykonywana co 3 miesiace.

5. Sprawdzenie ilosci wolnego miejsca na dysku twardym. W przypadku zajetosci powyzej
75% nalezy usung¢ najstarsze pliki kopii zapasowych bazy danych. Czynno$¢
wykonywana co 3 miesigce. -

6. Defragmentacja dysku twardego wywotywana recznie. Czynnoéé wykonywana co 6
miesiecy.

7. Oczyszczanie fizyczne z pylu i kurzu przy otwartej obudowie i wytaczonym zasilaniu.
Czynnos¢ wykonywana co 12 miesigcy.

8. Opcjonalnie. Weryfikacja parametréw urzadzenia podtrzymujgcego (napiecie 230V AC +-
5%, czas pracy na baterii wg specyfikacji urzadzenia). Testy nalezy wykonywaé w
godzinach nocnych. Czynnoéé wykonywana co 12 miesiecy.

W przypadku zabrudzen zewnetrznych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Bezwzglednie wylaczy¢ zasilanie urzadzenia po jego systemowym wylaczeniu;

2. Czyszczone elementy zewnetrzne obudowy nalezy spryskaé pianka do czyszczenia
paneli LCD, ABS, np. ,Multifoam” firmy ,NOWYTECH POLSKA Sp. z 0.0.™

3. Panele przetrze¢ $ciereczka do czyszczenia ekranéw LCD (uzycie innych écierek moze
spowodowac tez porysowanie, zmatowienie powierzchni panelu);

4. W przypadku bardzo mocnych zabrudzen powtérzyé czyszczenie;

5. Dla urzadzefi wyposazonych w filtry powietrza, wentylatory zaleca sie comiesieczny
przeglad, oraz ich czyszczenie celem zachowania odpowiedniej wentylacji urzadzenia.
Do czyszczenia zaleca sig uzycia sprezonego powietrza majac na uwadze takie
wykonanie prac konserwacyjnych aby nie wprowadzi¢ zabrudzeri do wnetrza urzadzenia.

6. Wiaczyc¢ zasilanie dopiero po upewnieniu sig, ze zastosowany $rodek do czyszczenia
odparowal.

7. Uruchomi¢ aplikacje obstugujace jezeli istnieje taka koniecznosé.




Wyzej wymienione czynno$ci nie wymagaja szkolenia oséb wykonujacych czyszczenie.
Czynno$ci wykonane niezgodnie z tg instrukcjg powoduja utrate gwarancii.

UWAGA!
Do czyszczenia nie stosowac rozpuszczalnikéw ,Nitro”, acetonu i innych pochodnych zwigzkéw

chemicznych.

1. Zakoriczenie pracy uruchomionego oprogramowania, oraz zamkniecie systemu z uzyciem
komendy zakoricz prace systemy lub restart systemu po zakoriczeniu wszystkich dzialajacych

procesow.




